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DESCRIPCION

Un procedimiento y un aparato para desmontar un médulo de visualizacién unido mediante un adhesivo liquido
opticamente transparente

La presente invencion se refiere a un procedimiento para desmontar un componente de un conjunto electrénico. En
particular, la presente invencion se refiere a un procedimiento para desmontar un componente unido con un
adhesivo liquido 6pticamente transparente (LOCA) en un médulo de visualizacién usando radiacion electromagnética
(EMR).

Los moédulos tactiles y de visualizacion generalmente se unen/laminan usando adhesivos liquidos Opticamente
transparentes. Tales modulos ocasionalmente deben repararse para reemplazar los componentes defectuosos o
dafados, por ejemplo, el vidrio de cubierta. En tales casos, el/los componente(s) en el médulo tactil/de visualizacion
se eliminaran y, por lo tanto, el médulo se separara. Esto facilitara a las empresas ahorrar el costo de los
componentes valiosos y reutilizables, por ejemplo, LCD u OLED que todavia funcionan correctamente cuando el
vidrio de cubierta se ha dafado.

Para evitar dafar componentes valiosos durante el procedimiento de separacion para repararlos/desmontarlos,
actualmente se han desarrollado y practicado una serie de procedimientos para reelaborar tales médulos. Uno de los
procedimientos mas comunes es el corte de alambre (calentado). En algunos casos, todo el modulo tactil/de
visualizacién se calienta o enfria para facilitar el procedimiento de desmontaje. Durante tal procedimiento, pueden
ocurrir dafios mecanicos por el corte del alambre o dafios debidos a la sensibilidad a la temperatura de los
componentes. El documento W02014/029062A1 divulga un adhesivo para unir una pantalla, asi como informacion
general sobre el desmontaje de la pantalla usando calor.

Los documentos US2011/147356A1 y US2010/223803A1 divulgan dispositivos que comprenden un aparato para
generar EMR en el que se usa una multitud de diodos emisores de luz.

Por consiguiente, los principales desafios para los procedimientos convencionales de desmontaje/separacion son el
modo en que separar los modulos de visualizacion sin 0 con muy bajo esfuerzo mecanico, para evitar el
calentamiento por conduccion o conveccion, para evitar el corte de alambre y/o retorsion de los componentes
valiosos y salvar componentes valiosos no dafados.

Por lo tanto, el objetivo de la presente invencion consiste en desarrollar un nuevo procedimiento de desmontaje y un
nuevo dispositivo para el uso de dicho procedimiento de desmontaje, que pueda superar al menos uno de estos
desafios. Estos problemas se resuelven con la materia objeto segun la reivindicacion 1 con respecto al
procedimiento y con la materia objeto segun la reivindicacion 6 con respecto al dispositivo. Se proporcionan
realizaciones ventajosas con las reivindicaciones dependientes correspondientes.

La materia objeto de la presente invenciéon consiste en un procedimiento para desmontar un componente de un
conjunto electrénico, que comprende las etapas siguientes:

(a) proporcionar un aparato para generar radiacion electromagnética, en el que se utiliza una variedad de diodos
emisores de luz para la generacion de radiacion electromagnética, en el que la longitud de onda de la radiacion
electromagnética es de 420 nm a 650 nm y en el que la intensidad de la radiacion electromagnética es de 0,05
W/cm? a 5 W/cm?, preferentemente de 0,1 W/cm? a 3 W/cm?,

(b) transmitir una radiacion electromagnética desde el aparato a través de un componente externo unido con un
componente interno mediante un adhesivo en el que la duracién de la radiacién electromagnética es de 10
segundos a 60 segundos;

(c) calentar el adhesivo mediante la radiacion electromagnética por absorcién de la radiacién electromagnética, y
aumentar la temperatura del adhesivo de 50 °C a aproximadamente 100 °C, preferentemente de 50 °C a
aproximadamente 80 °C; y

(d) desmontar los componentes del conjunto electronico.

En una realizacion de la invencion, el procedimiento comprende ademas la etapa (c1), entre las etapas (c) y (d), de
enfriar el adhesivo durante aproximadamente 10 a aproximadamente 30 segundos, que se realiza preferentemente
colocando el conjunto electrénico en el aire a una temperatura de aproximadamente 20 °C a aproximadamente 25
°C.

En otra realizacion de la invencion, el adhesivo en la etapa (c) es un adhesivo liquido épticamente transparente.

En otra realizacion mas de la invencion, el componente interno se selecciona de una pantalla de cristal liquido, una
pantalla de diodo emisor de luz organica, una pantalla de plasma, una pantalla de diodo emisor de luz, una pantalla
electroforética y una pantalla de tubo de rayos catddicos.

Segun la invencion, la longitud de onda de la radiacién electromagnética es de aproximadamente 420 nm a
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aproximadamente 650 nm.

Segun la invencion, la intensidad de la radiacién electromagnética es de aproximadamente 0,05 W/cm? a
aproximadamente 5 W/cm?, preferentemente de aproximadamente 0,1 W/cm? a aproximadamente 3 W/cm?.

Segun la invencion, la duracion de la radiacion electromagnética es de aproximadamente 10 segundos a
aproximadamente 60 segundos.

En otra realizacién mas de la invencién, la distancia diagonal del componente interno es de aproximadamente 2,54
cm (1 pulgada) a aproximadamente 76,2 cm (30 pulgadas), preferentemente de aproximadamente 10,16 cm (4
pulgadas) a aproximadamente 33,02 cm (13 pulgadas).

Segun la invencién, el aparato para generar radiacion electromagnética es una variedad de diodos emisores de luz.

Un objetivo adicional de la presente invencion consiste en un dispositivo utilizado para dicho procedimiento para
separar un componente de un conjunto electronico, que comprende un aparato para generar radiacion
electromagnética que se absorbe en un adhesivo que une el componente en el conjunto electrénico durante dicho
procedimiento. Debe entenderse que los parametros especialmente del aparato que genera radiacion
electromagnética, que se pueden encontrar en la descripcion del procedimiento de la invencién arriba y abajo, deben
completar la divulgaciéon del dispositivo descrito a continuacion y, por lo tanto, se hace referencia explicita a esta
informacion completa.

Segun la invencion, dicho aparato comprende una multitud de diodos emisores de luz que se utilizan para la
generacion de radiacion electromagnética. La multitud de diodos emisores de luz estan dispuestos preferentemente
en un plano, en el que los diodos emisores de luz estan separados, preferentemente en intervalos regulares entre si.
La longitud de onda de la radiacion electromagnética es de 420 nm a 650 nm vy la intensidad del EMR generado a
partir de la fuente de EMR es de aproximadamente 0,05 W/cm? a aproximadamente 5 W/cm?, preferentemente de
aproximadamente 0.1 W/cm? a aproximadamente 3 W/cm?

Cuando se usa una multitud de diodos emisores de luz (primeros diodos emisores de luz) dispuestos en un plano, es
ademas ventajoso usar al menos un diodo emisor de luz adicional (segundo diodo emisor de luz) dispuesto
angularmente con respecto a dicho plano de primeros diodos emisores de luz. En una realizacion preferente, se usa
una multitud de segundos diodos emisores de luz, en la que dichos segundos diodos emisores de luz estan
dispuestos en un plano o una linea y estan dispuestos angularmente a dicho plano como se ha descrito
anteriormente. Preferentemente, al menos un diodo emisor de luz adicional (tercer diodo emisor de luz) se usa
dispuesto en un lado opuesto a dicho(s) segundo(s) diodo(s) emisor(es) de luz, asi como dispuesto angularmente
con respecto a dicho plano de primeros diodos emisores de luz. En una realizacion preferente, se usa una multitud
de terceros diodos emisores de luz, en la que dichos terceros diodos emisores de luz estan dispuestos en un plano o
una linea y estan dispuestos angularmente a dicho plano como se ha descrito anteriormente.

En una realizacion preferente, las partes del dispositivo que rodean los LED y/o partes de la carcasa del dispositivo
estan disefiadas al menos en parte de una manera que las ondas electromagnéticas emitidas por los diodos
emisores de luz y reflejadas, por ejemplo, por los componentes se reflejen a su vez. Por ejemplo, partes de dicho
dispositivo podrian estar fabricadas de metal pulido como el aluminio que puede reflejar dichas ondas
electromagnéticas.

Otras caracteristicas y aspectos de la materia objeto se exponen con mayor detalle a continuacion.

Una divulgacion completa y habilitante de la presente invencién se establece mas particularmente en el resto de la
memoria descriptiva, incluida la referencia a las figuras adjuntas, en las que:

La figura 1 es una distribuciéon de longitud de onda de la EMR emitida por la fuente de EMR utilizada en los
ejemplos de la presente invencion.

Las figuras 2 y 3 muestran un dispositivo utilizado para dicho procedimiento para desmontar un componente de
un conjunto electroénico.

Un experto en la técnica debe entender que el presente analisis es solo una descripcion de realizaciones ejemplares,
y no pretende limitar los aspectos mas amplios de la presente invencion.

En términos generales, la presente divulgacion esta dirigida a un procedimiento para desmontar un componente de
un conjunto electronico mediante el uso de EMR. En el presente documento se proporciona un aparato para generar
EMR o fuente de EMR. Los fotones contenidos en la EMR son capaces de iniciar la excitacion electronica dentro de
las moléculas que causaran cambios en la unién/quimica de las moléculas afectadas. Cuando la EMR pasa a través
del componente externo del conjunto electronico, la EMR es absorbida por el adhesivo unido entre el componente
externo y el componente interno. La energia de las ondas EMR se convierte en calor, de modo que el adhesivo que
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absorbe la energia de EMR se calienta rapidamente para fundirse o incluso eliminarse. Posteriormente, los
componentes se pueden desmontar facilmente. Por ejemplo, para desmontar la LCD del vidrio de cubierta adherido
por un LOCA en un médulo de visualizacion, la EMR se aplica desde el lado del vidrio de cubierta, se transmitira a
través del vidrio de cubierta, se absorbe parcialmente en LOCA pero se transmite parcialmente a través del mismo y
golpeara la pelicula polarizadora superior aplicada sobre la pantalla LCD y también sera absorbida. Por lo tanto, la
temperatura mas alta se alcanza en el LOCA en la interfaz con la pelicula polarizadora superior de la pantalla LCD.

El término "un adhesivo liquido 6pticamente transparente” o LOCA como se usa en el presente documento esta bien
establecido en la técnica y es bien conocido por un experto en la técnica. Una variedad de adhesivos liquidos
6pticamente transparentes se utilizan ampliamente en la industria electrénica, especialmente para paneles tactiles o
dispositivos de visualizacion para unir el vidrio de cubierta, plasticos u otros materiales 6pticos, tales como el
polimetil(met)acrilatos de plastico transparente a la unidad del sensor principal o entre si. El adhesivo liquido
opticamente transparente se usa generalmente para mejorar las caracteristicas 6pticas del dispositivo, asi como
para mejorar otros atributos como la durabilidad. Algunas aplicaciones utiles del uso del adhesivo liquido
6pticamente transparente incluyen paneles tactiles capacitivos, televisores 3D y retardadores de vidrio.

En particular, tal adhesivo es Opticamente transparente si muestra una transmision o6ptica de al menos
aproximadamente 85 %, preferentemente al menos aproximadamente 90 %. La medicién de la transmision optica es
convencional y conocida por un experto en la técnica. Por ejemplo, la transmisién 6ptica de un adhesivo liquido
opticamente transparente se puede medir en una muestra de aproximadamente 100 uym de espesor segun el
siguiente método: se coloca una pequeia gota de adhesivo épticamente transparente en un micro portaobjetos liso
de 75 mm por 50 mm (un portaobjetos de vidrio de Dow Corning, Midland, Ml), que se habia limpiado tres veces con
isopropanol y tiene dos cintas espaciadoras de aproximadamente 100 um de espesor unidas en sus dos extremos.
Un segundo portaobjetos de vidrio se une al adhesivo bajo una fuerza. Luego, el adhesivo se cura completamente
bajo una fuente UV. La transmision optica se mide desde una longitud de onda de 380 nm a 780 nm con un
espectrometro Cary 300 de Agilent. Se usa un portaobjetos de vidrio en blanco como fondo.

En una realizacién particular de la presente invencion, la radiacién electromagnética que pasa a través del
componente externo y se absorbe en el adhesivo y genera calor tiene una longitud de onda de aproximadamente
420 nm a aproximadamente 650 nm. Tal radiacion electromagnética, en particular radiacion UV o luz visible, se
proporciona usando un aparato para generar EMR o fuente de EMR segun la etapa (a) del procedimiento.

La fuente de EMR utilizada en el presente documento incluye, pero no se limita a un sistema de emision continua de
alta intensidad tal como un aparato para generar la EMR configurada para incluir una variedad de diodos emisores
de luz (LED).

Cuando se aplica el procedimiento segun la presente invencion, la fuente de EMR se posiciona cerca del
componente externo del dispositivo electronico, por ejemplo, el vidrio de cubierta de un modulo de visualizacion/tactil
habitualmente con un espacio de aire de 1 mm a 5 cm, preferentemente de 5 a 10 mm. Posteriormente, la radiacion
pasa a través del vidrio de cubierta y se transmite al adhesivo liquido 6pticamente transparente.

En ofra realizacion particular de la invencion, la intensidad de la EMR generada a partir de la fuente de EMR es de
aproximadamente 0,05 W/cm? a aproximadamente 5 W/cm?, preferentemente de aproximadamente 0,1 W/cm? a
aproximadamente 3 W/cm?.

En la etapa (c) del procedimiento segun la presente invencion, el adhesivo unido al componente interno, por ejemplo,
la LCD se calienta por la EMR del recurso EMR, y por lo tanto el adhesivo se calienta para tener una temperatura de
aproximadamente 50 °C a aproximadamente 100 °C, preferentemente de aproximadamente 50 °C a
aproximadamente 80 °C.

La intensidad de EMR puede cambiarse durante la radiacion para mantener la temperatura del adhesivo liquido
opticamente transparente. Por ejemplo, a partir de una intensidad de 5 W/cm?, cuando la temperatura del adhesivo
alcanza 80 °C - 100 °C, la intensidad de la EMR disminuye a 0,1 W/cm?. De esta manera, la temperatura del
adhesivo puede mantenerse constante.

En todavia otra realizacion particular de la invencion, la duracion de la radiacion por la fuente de EMR es de
aproximadamente 10 segundos a aproximadamente 60 segundos.

Segun el procedimiento de la presente invencion, el calentamiento del adhesivo se puede obtener mediante la
combinacién gradual de la intensidad de la fuente de EMR y la duracién de la EMR en el dispositivo electrénico. Por
ejemplo, la temperatura de la capa adhesiva se puede mantener constante de 75 °C a 80 °C transmitiendo la EMR
en 3 W/cm? durante 25 segundos, seguido de 0,3 W/cm? durante 15 segundos.

En una realizacion alternativa de la presente invencion, el procedimiento comprende ademas la etapa (c1), entre las

etapas (c) y (d), de enfriar el adhesivo durante aproximadamente 10 a aproximadamente 30 segundos,
preferentemente aproximadamente 10-20 segundos. Preferentemente, la etapa de enfriamiento se lleva a cabo
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colocando el conjunto electrénico en el aire a una temperatura de temperatura ambiente (20 °C a 25 °C).

Después de la etapa (c) o (c1) de la presente invencion, el desmontaje del componente en la etapa (d) puede
realizarse ya sea sin tension mecanica o muy poca tension mecanica.

Por tension mecanica se entiende que el componente deseado, por ejemplo la pantalla LCD se separa
espontaneamente del adhesivo y del otro componente, por ejemplo, el vidrio de cubierta o la pelicula polarizada.
Ademas, por muy baja tension mecanica significa que el componente deseado, por ejemplo la pantalla LCD se
puede separar facilmente del adhesivo y del otro componente, por ejemplo, el vidrio de cubierta con la mano o con
una herramienta de escision, tales como cuchillas, tijeras, abrazaderas o herramientas en forma de cufia, etc., en
comparacion con la tension mecanica necesaria para separar el médulo no tratado o tratado por los métodos de
desmontaje convencionales, por ejemplo, corte de alambre calentado.

En una realizacion alternativa de la invencion, después de desmontar el componente, por ejemplo la pantalla LCD
del conjunto electrénico, la pelicula adhesiva liquida 6pticamente transparente restante aun unida con el componente
externo puede limpiarse adicionalmente despegandola del componente externo como se divulga en, por ejemplo WO
2014029062 A1.

Sorprendentemente, los inventores descubren que mediante una seleccién adecuada de una variedad de
parametros de procesamiento del procedimiento segun la presente invencion, que incluyen la longitud de onda, la
intensidad y la duracién de EMR, asi como la temperatura del adhesivo que absorbe EMR, el adhesivo, por ejemplo
el adhesivo 6pticamente transparente utilizado en el dispositivo eléctrico se derrite o incluso se elimina en la medida
en que no se requiere o se requiere muy poca tension mecanica para el desmontaje posterior de los componentes, y
la liberacion preferencial de los componentes internos especificos, por ejemplo, se puede lograr la pantalla LCD del
adhesivo y otros componentes.

El procedimiento segun la presente invencion también posee la ventaja de que el procedimiento es muy rapido y no
dafiara el componente desmontado que se reutilizara, por ejemplo, LCD debido a la sensibilidad a la temperatura en
comparacion con el método de calentamiento, por ejemplo, método de corte de alambre calentado usado
convencionalmente en la técnica anterior.

El procedimiento segun la presente invencion también es mas seguro y mas eficiente en comparacion con los
procedimientos convencionales. En los métodos convencionales, cuando el calor proviene de una fuente de contacto
directo, primero debe calentar la capa externa, y el calor se transfiere a la capa mas profunda por conduccién. Dado
que la conduccion de calor necesita un gradiente de temperatura para proceder, y hay una temperatura maxima que
se puede usar de manera segura (alrededor de 42 °C sin guantes de proteccion térmica), esto significa una
temperatura mas baja cuando se necesita calentamiento. Por lo tanto, la eficiencia del procedimiento de la técnica
anterior es mucho menor que el procedimiento segun la presente invencion.

Segun el procedimiento de la presente invencion, la energia emitida por EMR puede transportarse facilmente a la
interfaz requerida incluso a través de una interfaz muy gruesa, tal como la lente de la cubierta de un médulo de
visualizacion o un espacio de aire (o vacio). Ademas, al seleccionar una combinacion adecuada de parametros, se
puede lograr una distribucion de temperatura uniforme vy, si es necesario, selectiva en toda el area del componente
externo y el adhesivo.

El procedimiento y el equipo segun la presente invenciéon también pueden ajustarse eficientemente para médulos de
visualizacion de forma compleja o 3D.

Las figuras 2 y 3 muestran un dispositivo 1 usado para dicho procedimiento para desmontar un componente de un
conjunto electronico. En la realizacion mostrada, una lente 10 esta desmontada de un conjunto electrénico, que no
se muestra. El dispositivo 1 comprende una carcasa y una multitud de aletas de enfriamiento 9. El dispositivo 1 esta
unido a una lente 10 de manera que la lente 10 esta en contacto con dos superficies de contacto 8 planas. Ademas,
el dispositivo 1 comprende una multitud de primeros diodos emisores de luz 2 para generar radiacion
electromagnética. Estos primeros diodos emisores de luz 2 estan dispuestos entre si en intervalos regulares en un
plano en una placa de diodo emisor de luz 3 principal. La placa emisora de luz 3 principal se coloca entre las dos
superficies de contacto 8, en la que la superficie exterior de las superficies de contacto 8 esta en un nivel superior
con respecto a la placa de diodo emisor de luz 3 principal. Ademas, los segundos diodos emisores de luz 4 estan
dispuestos en una placa de diodo emisor de luz lateral derecha 5 en intervalos regulares entre si, en los que la placa
de diodo emisor de luz lateral derecha 5 esta dispuesta angularmente a la placa de diodo emisor de luz 3 principal.
En la realizacién mostrada, la placa de diodo emisor de luz lateral derecha 5 esta dispuesta perpendicular a la placa
de diodo emisor de luz 3 principal en la pared lateral de la superficie de contacto derecha 8. En el lado opuesto a la
placa de diodo emisor de luz lateral derecha 5 otros terceros diodos emisores de luz 6 estan dispuestos en una placa
de diodo emisor de luz lateral izquierda 7 en intervalos regulares entre si, en el que la placa de diodo emisor de luz
lateral izquierda 7 estd dispuesta angularmente a la placa de diodos emisor de luz 3 principal. En la realizacion
mostrada, la placa de diodo emisor de luz lateral derecha 7 esta dispuesta perpendicular a la placa de diodo emisor
de luz 3 principal en la pared lateral de la superficie de contacto izquierda 8. Las partes de los tableros 3, 5, 7 que
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rodean los diodos emisores de luz 2, 4, 6 respectivos estan al menos parcialmente disefiadas de manera que las
ondas electromagnéticas emitidas por los diodos emisores de luz 2, 4, 6 y reflejadas por la lente 10 son reflejadas a
su vez. Ademas, partes de la carcasa y también la superficie de contacto 8 para la lente 10 estan fabricadas de
aluminio pulido para reflejar las ondas electromagnéticas a su vez reflejadas por la lente 10.

La presente invencion puede entenderse mejor con referencia a los siguientes ejemplos.
Ejemplos
Ejemplo 1

En este ejemplo, se probé un moédulo de visualizacion que tiene una pantalla LCD de 10,92 cm, laminado con una
capa de adhesivo liquido 6pticamente transparente curable y reparable entre la lente de la cubierta y el médulo LCD.
La lente de la cubierta del médulo de visualizacion laminado se fij6 en una plantilla. Se aplico una EMR de la fuente
EMR que incluye una variedad de LED en el rango de luz visible de 420 nm a 650 nm como se muestra en la figura 1
desde el lado de la lente con una intensidad de 3 W/cm?, y el espacio de aire entre la lente de la cubierta y la fuente
EMR es de 5 mm. La EMR pasé a través de la lente de la cubierta y se transmitié al adhesivo opticamente
transparente unido entre la lente de la cubierta y el modulo LCD. La absorcion fue mas alta cuando la luz alcanzo la
pelicula polarizante superior aplicada sobre la pantalla LCD. La temperatura se mantuvo constante de 75 °C a 80 °C
ajustando la intensidad de la fuente de EMR segun el siguiente programa: 3 W/cm? durante 25 segundos, seguido de
0,3 W/cm? durante 15 segundos.

Mientras la temperatura se mantenia constante, el médulo LCD se separ6 usando una division mecanica muy baja
creada por una herramienta especial en forma de cufia insertada en una esquina del médulo de visualizacion. El
moddulo LCD se desmonté con éxito de la lente de la cubierta, y las superficies del médulo LCD vy la lente de la
cubierta contienen ambos residuos de adhesivo.

Ejemplo 2

En este ejemplo, se probé un moédulo de visualizacion que tiene una pantalla LCD de 10,92 cm, laminado con una
capa de adhesivo liquido épticamente transparente curable y reparable entre la lente de la cubierta y el médulo LCD.
La lente de la cubierta del médulo de visualizacion laminado se fij6 en una plantilla. Se aplico una EMR de la fuente
EMR que incluye una variedad de LED en el rango de luz visible de 420 nm a 650 nm como se muestra en la figura 1
desde el lado de la lente con una intensidad de 3 W/cm?, y el espacio de aire entre la lente de la cubierta y la fuente
EMR es de 5 mm. La EMR pasé a través de la lente de la cubierta y se transmitié al adhesivo opticamente
transparente unido entre la lente de la cubierta y el médulo LCD. La absorcion fue mas alta cuando la luz alcanzo la
pelicula polarizante superior aplicada sobre la pantalla LCD. La temperatura se mantuvo constante de 75 °C a 80 °C
ajustando la intensidad de la fuente de EMR segun el siguiente programa: 3 W/cm? durante 25 segundos, seguido de
0,3 W/cm? durante 15 segundos.

Después de que se interrumpiera la EMR y se permitiera que el médulo de visualizacién se colocara en el aire a
temperatura ambiente (20 °C a 25 °C) durante 20 segundos, el médulo LCD se separé usando una division mecanica
muy baja creada por una herramienta especial en forma de cufia insertada en una esquina del médulo de
visualizacion.

Durante 20 segundos, el tiempo de enfriamiento de la disipacion de calor tuvo lugar del exterior hacia el interior. La
temperatura mas alta en la capa adhesiva 6pticamente transparente se mantuvo en la interfaz entre el adhesivo y la
pelicula polarizadora superior, de modo que la pantalla LCD se separd con éxito de la lente de la cubierta sin
residuos de adhesivo en la superficie de la pantalla LCD mediante inspeccion visual, y solo el adhesivo permanece
en la lente de la cubierta.

Como se muestra en los Ejemplos 1 y 2, segun los procedimientos de la presente invencién, se puede lograr un
desmontaje mas facil de la pantalla LCD del vidrio de cubierta en un médulo de visualizacién por medio de una
tension mecéanica muy baja. Sorprendentemente, en el procedimiento del Ejemplo 2, que incluye la etapa de
enfriamiento, y se logré la interfaz de liberacion preferencial entre el adhesivo y la pantalla LCD, y no quedd
adhesivo en la superficie de la pantalla LCD resultante en el Ejemplo 2.

Los expertos en la técnica pueden practicar estas y otras modificaciones y variaciones de la presente invencion, sin
apartarse de la esencia y el alcance de la presente invencion. Ademas, debe entenderse que los aspectos de las
diversas realizaciones pueden intercambiarse tanto en su totalidad como en componentes. Ademas, los expertos en
la técnica apreciaran que la descripcion anterior es solo a modo de ejemplo, y no pretende limitar la invencion
descrita de manera mas detallada en tales reivindicaciones adjuntas.

Listado de signos de referencia
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Dispositivo 8 | Carcasa
Primeros diodos emisores de luz 9 | Aleta de enfriamiento
Placa de diodos emisores de luz principal 10 | lente

Segundos diodos emisores de luz

Placa de diodos emisores de luz lateral derecha

Terceros diodos emisores de luz

N[O BR|WIN|—~

Placa de diodos emisores de luz lateral izquierda
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para desmontar un componente de un conjunto electrénico, que comprende las etapas
siguientes:

(a) proporcionar un aparato para generar radiacion electromagnética, en el que se utiliza una variedad de diodos
emisores de luz para la generacion de radiacion electromagnética, en el que la longitud de onda de la radiacion
electromagnética es de 420 nm a 650 nm y en el que la intensidad de la radiacién electromagnética es de 0,05
W/cm? a 5 W/cm?, preferentemente de 0,1 W/cm? a 3 W/cm?;

(b) transmitir una radiacion electromagnética desde el aparato a través de un componente externo unido con un
componente interno mediante un adhesivo en el que la duracién de la radiacién electromagnética es de 10
segundos a 60 segundos;

(c) calentar el adhesivo mediante la radiacion electromagnética por absorcion de la radiacién electromagnética, y
aumentar la temperatura del adhesivo de 50 °C a 100 °C, preferentemente de 50 °C a 80 °C; y

(d) desmontar los componentes del conjunto electronico.

2. El procedimiento segun la reivindicacion 1, en el que el procedimiento comprende ademas la etapa (c1), entre las
etapas (c) y (d), de enfriar el adhesivo durante 10 a 30 segundos, que se realiza preferentemente colocando el
conjunto electrénico en el aire a una temperatura de 20 °C a 25 °C.

3. El procedimiento segun la reivindicacion 1 o 2, en el que el adhesivo es un adhesivo liquido 6pticamente
transparente.

4. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que el componente interno se selecciona de
una pantalla de cristal liquido, una pantalla de diodo emisor de luz organica, una pantalla de plasma, una pantalla de
diodo emisor de luz, una pantalla electroforética y una pantalla de tubo de rayos catédicos.

5. El procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en el que la diagonal del componente interno es de
2,54 cm (1 pulgada) a 76,2 cm (30 pulgadas), preferentemente de 10,16 cm (4 pulgadas) a 33,02 cm (13 pulgadas).

6. Dispositivo para el uso para un procedimiento segun cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que comprende un
aparato para generar radiacion electromagnética, en el que se usa una multitud de diodos emisores de luz para la
generacion de radiacion electromagnética, en el que los diodos emisores de luz estan separados, preferentemente
en intervalos regulares entre si y en el que la longitud de onda de la radiacion electromagnética es de 420 nm a 650
nm y en el que la intensidad de la EMR generada a partir de la fuente de EMR es de 0,05 W/cm? a 5 W/cm?,
preferentemente de 0,1 W/cm? a 3 W/cm?.

7. Dispositivo segun la reivindicacion 6, en el que los diodos emisores de luz estan dispuestos en un plano.

8. Dispositivo segun la reivindicacion 7, en el que al menos un segundo diodo emisor de luz adicional esté dispuesto
angularmente con respecto a dicho plano de primeros diodos emisores de luz.

9. Dispositivo segun la reivindicacion 8, en el que se usa una multitud de segundos diodos emisores de luz, en el que
dichos segundos diodos emisores de luz estan dispuestos en un plano o una linea y estan dispuestos angularmente
a dicho plano.

10. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 8 0 9, en el que se usa al menos un tercer diodo emisor de
luz adicional y esta dispuesto en un lado opuesto a dicho(s) segundo(s) diodo(s) emisor(es) de luz, asi como
dispuesto angularmente con respecto a dicho plano de los primeros diodos emisores de luz.

11. Dispositivo segun la reivindicacion 10, en el que se usa una multitud de terceros diodos emisores de luz, en el
que dichos terceros diodos emisores de luz estan dispuestos en un plano o una linea y estan dispuestos
angularmente a dicho plano como se ha descrito anteriormente.

12. Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones 6 a 11, en el que las partes del dispositivo que rodean los
diodos emisores de luz y/o partes de la carcasa del dispositivo estan fabricadas al menos en parte de metal pulido,
preferentemente aluminio para reflejar ondas electromagnéticas.
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Longitud de onda en nanémetros

Fig. 1
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